臺北科技大學校外實習合作單位基本資料表
實習期間：2011年7 月 4  日 至 2011 年8月31日(可調整)
	編號
	

	公司名稱
	訊鈦科技有限公司

	合作時間
	        2011年7 月 4  日 至 2011 年8月31日(可調整)

	負責人
	李文富
	統一編號
	70479217

	聯絡人
	李文富
	職稱
	董事長

	聯絡電話
	(02)2888-2338
	傳真
	(02)2888-2339

	公司地址
	台北市士林區後港街96號4樓

	E-mail
	ict.service@msa.hinet.net


	公司簡介
	訊鈦科技有限公司成立於民國 89 年，自成立到現在，一直經營以 LED 封裝、藍芽模組封裝、無線射頻辨識系統(RFID)封裝、微控制單元(Micro  Controller  Unit，MCU)封裝、感測器封裝、記憶卡封裝、控制器封裝、晶片 IC  卡．．．等和封裝有相關之業務。另外也包括 Chip on Board(COB)封裝技術，就是將多顆晶片以堆疊方式固定在基板上，經過打線後即封裝起來。COB 封裝比起傳統封裝具有更大的優勢，因為在同樣的體積裡面，COB 封裝可以容納更多的晶片。

	營業項目
	LED封裝代工、藍芽模組、RFID封裝、MCU、Senser封裝

	年營業額
	   約500萬
	員工人數
	    8人

	膳宿狀況
	        自理
	休假方式
	  週休二日

	保險狀況
	     勞保、健保
	交通狀況
	  非常方便

	　　實習系別
	工作項目
	名額
	薪    資
	需 求 條 件

	    電通所
	消費性電子產品封裝問題解決
	  4
	   面議
	          暑期實習生

	合作機會

來    源
	■ 王多柏老師推介


表一流程：校友聯絡中心、創新育成中心、各系所老師、學生、公司、研發處→系所單位主管→研發處
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